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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Elektrisches/elektronisches Gerat mit einer Induktivitat 

(57) Es wird ein etektrisches Gerat mit einer Induktivitat an- 
gegeben, wobei die Induktivitat mitteis in einer Mehrla- 
genleiterplatte (WLP) vorgesehener Leiterzuge (LZ), die 
ein ferromagnetisches Element (FE) umschliefcen, reali- 
siert ist. Die Lagenanzahl der Mehrlagenleiterplatte (WLP) 
zur Realisierung der Induktivitat ist ublicherweise grower 
als die Lagenanzahl der Leiterpiatte (BLP), die zur Reali- 
sierung der sonstigen Funktionen im eiektrischen Gerat 
vorgesehen ist. Zur Vermeidung der Erhohung der Lagen- 
zahl dieser Leiterpiatte (BLP) ist erfindungsgemaG vorge- 
sehen, die Induktivitat auf einer von dieser Leiterpiatte 
(BLP) getrennten zweiten Leiterpiatte (WLP) mit einer der 
Dimensionierung der Induktivitat entsprechenden Lagen- 
anzahl vorzusehen. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektrisches/elek- 
tronisches Gerat. mil einer Induktivitat, 

Indukliviiaien sind als vorkonfektionierte Bauteile be- 5 
kannt. 

Eine weitere Moglichkeit einer Realisierung einer Induk- 
u vital, die zunehmend Verbreitung findet, besteht dario, die 
Induktivitat in Planarbauweise mil einer Mehrlagenleiter- 
platte zu reaiisieren, wobei in jeder einzelnen Lage dieser 10 
Mehrlagenleiterplatte irn wesentlichen konzentrische Lei- 
terzuge vorgesehen sind, die jeweils elektrisch leitend mit- 
einander kontaktierbar sind und wobei im gemeinsamen 
Mittelpunkt dieser im wesenllichen konzenlrisch angeord- 
neten Leiterzuge ein ferromagnetisches Element angeordnet 15 
ist, so daB sich diese Kombination insgesamt als identisch 
zu einer herkommlichen Induktivitat, bei der ein ferroma- 
gnetisches Element von einer Drahtspulc umgeben ist. dar- 
stellt. 

Von Nachteil ist jedoch, daB sich ftir elektrische Gerate, 20 
bei denen eine derartige Induktivitat zum Einsatz kommen 
soil, ein erhohter Ferugungsaufwand ergibt, da die Ferti- 
gung derartiger Induktivitaten den Einsatz kostenintensiver 
Fertigungsverfahren erfordert. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht folglich 25 
darin, ein elektrisches Gerat mil einer in Planarbauweise 
ausgefuhrten Induktivitat anzugeben, das besonders wirt- 
schaftlich herstellbar ist. 

Die Aufgabe wird durch ein elektrisches Gerat mit einer 
Basisleiterplatte und einer von der Basisleiterplatte getrenn- 30 
ten Wickelgutleiterplatte gelost, wobei die Wickelgutleiter- 
platte mit der Basisleiterplatte elektrisch leitend kontaktier- 
bar ist, wobei die Basisleiterplatte als Mehrlagenleiterplatte 
mit einer Basisleiterplattenlagenanzahl und die Wickelgut- 
leiterplatte als Mehrlagenleiterplatte mit einer Wickelgutlei- 35 
terplattenlagenanzahl realisiert sind und wobei auf der Wik- 
kelgutleiterplatte ein ferromagnetisches Element vorgese- 
hen ist, das im Bereich von gleichfalls auf der Wickelgutlei- 
terplatte vorgesehenen Leiterztigen positioniert ist, wobei 
die Leiterzuge eine Induktivitat bilden. 40 

Bei elektrischen Geraten, bei denen eine derartige Induk- 
tivitat zum Einsatz kommen soil, ist die Anzahl der Lagen 
der im elektrischen Gerat vorgesehenen Basisleiterplatte 
haufig unterschiedlich von der Anzahl der Lagen, die fur die 
korrekte Dimensionierung der Induktivitat in der oben be- 45 
schriebenen Bauweise erforderlich sind. Folglich fiihrt eine 
Fertigung beider Leiterplatten mit einer der jeweils groBeren 
Langenanzahl entsprechenden Lagenanzahl zu einer deutli- 
chen Kostenerhohung bei der Fertigung des elektrischen 
Gerats. 50 

Mit einem gemaB der Erfindung ausgestalteten elektri- 
schen Gerat ist eine Reduktion der Fertigung skosten des 
elektrischen Gerates erreichbar, da fiir das elektrische Gerat 
eine Basisleiterplatte, die lediglich die Anzahl von Lagen 
aufweist, die fiir die Realisierung der fur die Basisleiter- 55 
platte vorgegebenen Funktionalitat erforderlich sind, und 
eine "Wickelgutleiterplatte vorgesehen sind, deren Lagenan- 
zahl durch die gewiinschte Dimensionierung der Induktivi- 
tat vorgegeben ist, wobei deren Fertigung unabhangig von- 
einander erfolgen kann. Diese Reduktion der Fertigungsko- 60 
sten ergibt sich ublicherweise insbesondere dann, wenn die 
Wickelgudeiterplattenlagenanzahl groBer als die Basislei- 
terplattenlagenanzahl ist. 

Wenn zumindest eine Kante der Wickelgutleiterplatte als 
dircktcr Stcckvcrbindcr ausgcbildct ist und die Wickclgut- 65 
leiterplatte mit einem auf der Basisleiterplatte vorgesehenen 
korrespondierenden Gegensteckverbinder elektrisch leitend 
kontaktierbar ist, ist eine besonders einfache elektrisch lei- 
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tende Kontaktierung zwischen Basisleiterplatte und Wickel- 
gutleiterplatte herstellbar, wobei die Positionierung und 
Kontaktierung der Wickelgutleiterplatte auf der Basisleiter- 
platte gegebenenfalls auch automatisierbar ist. 

Wenn mit den Leiierzugen auf der Wickelgutleiterplatte 
mehrere unabhangige Spulen, d. h. jeweils elektrisch von- 
einander isolierte Wicklungen realisiert sind, ist z. B. ein 
Transfonnator mit einer Primarwicklung und zwei Sekun- 
darwicklungen realisierbar. Diese hier exemplarisch ge- 
nannten Wicklungen sind als elektrisch isolierte, in Planar- 
bauweise ausgefuhrte Induktivitaten realisiert. Zur Speisung 
der jeweiligen Spulen sind die Kontakte des direkten Steck- 
verbinders vorgesehen. 

Wenn fur die mit den Leiterzugen auf der Wickelgutleiter- 
platte realisierte Spule unterschiedliche Spulenabgriffe vor- 
gesehen sind, die jeweils als Kontakte des direkten Steck- 
verbinders herausgefiihrt sind. ist gemaB einer weiteren, 
vortcilhaftcn Ausgcstaltung durch cine cntsprcchcndc Bc- 
schaltung der Wickelgutleiterplatte die Windungszahl vari- 
ierbar und damit entsprechend dem jeweiligen Anwen- 
dungsfall einstellbar. 

Weitere Vorteile und erfinderische Einzeiheiten ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfiih- 
rungsbeispiels, anhand der Zeichnungen und in Verbindung 
mit den Unteranspruchen. Im einzelnen zeigen: 

Fig* 1 eine Wickelgutleiterplatte mit einer in Planarbau- 
weise realisierten Induktivitat, 

Fig, 2 und eine mit einer Basisleiterplatte elektrisch und 
mechanisch verbundene Wickelgutleiterplatte. 

Fig. 1 zeigt die Wickelgutleiterplatte WLP. Die Wickel- 
gutleiterplatte WLP ist als Mehrlagenleiterplatte (Multi- 
layer) realisiert. Diese Tatsache ist in Fig. 1 jedoch nicht er- 
sichtlich. Auf der Wickelgutleiterplatte WLP sind im we- 
sentlichen konzentrische Leiterzuge LZ, die eine Spirale bil- 
den, vorgesehen. Im gemeinsamen Zentrum der Leiterzuge 
LZ ist der mittlere Schenkel eines E-formigen, ferrornagne- 
tischen Elemente FE positioniert. Das ferromagnetische 
Element FE ist auf der nicht ersichtlichen Unterseite der 
Leiterplatte WLP durch ein Joch abgedeckt, wobei das Joch 
samtliche Schenkel des E-formigen Elements FE abdeckt. 

Zur Speisung der durch die Leiterzuge LZ gebildeten 
Spule sind Kontakte eines direkten Steckverbinders STV 
vorgesehen. Wenn die Spule mehrere elektrisch isolierte In- 
duktivitaten bildet, weist der direkte Steckverbinder STV 
eine auf die Vielzahl der Induktivitaten abgestimmte Kon- 
taktanzahl zur unabhangigen Speisung der jeweiligen In- 
duktivitaten auf. 

Wenn die Spule eine einzige Induktivitat bildet, konnen 
uber die zur Speisung der Spule vorgesehenen Kontakte hin- 
aus weitere Kontakte des direkten Steckverbinders STV fur 
Teilabgriffe der durch die Leiterzuge LZ gebildeten Spule 
vorgesehen sein, so daB die Induktivitat durch entspre- 
chende Beschaltung auch im Betrieb variierbar ist. 

Die Wickelgutleiterplatte WLP ist, wie in Fig. 2 darge- 
stellt, mit ihrem direkten Steckverbinder STV mit einem 
entsprechenden, auf der Basisleiterplatte BLP vorgesehenen 
Gegensteckverbinder kontaktierbar. Diese Art der elektrisch 
leitenden Kontaktierung gewahrleistet eine besonders zu- 
verlassige Kontaktierung, die sich daruber hinaus auch 
durch eine erhebliche mechanische Stabilitat auszeichnet 
und damit besonders gut fur Automatisierungsgerate zum 
Einsatz in rauher Industrieumgebung geeignet ist. Selbstver- 
standlich kann die elektrische und mechanische Kontaktie- 
rung auch durch Loten erfolgen. 

Die elektrisch lcitcndc Kontaktierung zwischen Wickcl- 
gudeiterplatte WLP und Basisleiterplatte BLP kann auch 
mittels einer Stiftleiste und einer korrespondierenden Buch- 
senleiste realisiert sein, wobei die Stiftleiste entweder auf 



BNSDOCID: <DE_19707702A1_I_: 



DE 197 07 702 A 1 

3 

der Wickelgutleiterplatte WLP oder auf der Basisleiierplalte 
BLP und entsprechend die Buchsenleiste entweder auf der 
Basisleiterplatte BLP oder der Wickelgutleiterplatte WLP 
vorgesehen ist. 

Wahrend bei der Kontaktierung mil dem direkten Sleek- 5 
verbinder STV die Wickelgutleiterplatte WLP im wesentli- 
chen senkrecht oder unter einem bestimmten Winkel zur Ba- 
sisleiterplatte BLP positioniert ist, ist bei der beispielhaft be- 
schriebenen Kontaktierung mittels Stiff- und Buchsenleiste 
eine komplanare Anordnung von Basisleiterplatte BLP und to 
Wickelgutleiterplatte WLP mdgiich. Wenn die Kontakte des 
direkten Steckverbinders STV z. B. an der Stimseite ver- 
zinnt sind, ist auch eine komplanare Anordnung der Wickel- 
gutleiterplatte WLP mit einem direkten S tec k verbinder STV 
moglich, in dem moglich die Wickelgutleiterplatte WLP 15 
komplanar auf der Basisleiterplatte nach dem Vorbild eines 
SMD-Bauteils aufgelotet oder aufgeklebt wird. 

Die genannten Kontaktierung sartcn gestatten auch die au- 
tomatische Bestuckung einer Basisleiterplatte BLP mit einer 
oder mehreren Wickelgutleiterplatten WLP. Bei der kompla- 20 
naren Anordnung ergibt sich vorteilhafterweise eine geringe 
Bauhohe, bei der senkrechten oder im wesentlichen senk- 
rechten Anordnung ergibt sich vorteilhafterweise ein gerin- 
ger Flachenbedarf der Wickelgutleiterplatte WLP auf der 
Basisleiterplatte BLP. 25 

Patentanspriiche 

1. Elektrisches Gerat mit einer Basisleiterplatte (BLP) 
und einer von der Basisleiterplatte (BLP) getrennten 30 
Wickelgutleiterplatte (WLP), wobei die Wickelgutlei- 
terplatte (WLP) mit der Basisleiterplatte (BLP) elek- 
trisch leitend kontaktierbar ist, wobei die Basisleiter- 
platte (BLP) als Mehrlagen-Leiterplatte mit einer Ba- 
sisleiterplattenlagenanzahl und die Wickelgutieiter- 35 
platte (WLP) als Mehrlagen-Leiterplatte mit einer 
Wickelgutleiterplattenlagenanzahl realisiert sind und 
wobei auf der Wickelgutleiterplatte (WLP) ein ferro- 
magnetisches Element (FE) vorgesehen ist, das im Be- 
reich von gleichfalls auf der Wickelgutleiterplatte 40 
(WLP) vorgesehenen Leiterzugen (LZ) positioniert ist, 
wobei die Leiterziige (LZ) eine Induktivitat bilden. 

2. Elektrisches Gerat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Wickelgutleiterplattenlagenanzahl 
groBer als die Basisleiterplattenlagenanzahl ist. 45 

3. Elektrisches Gerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB zumindest eine Kante der Wickel- 
gutleiterplatte (WTP) als direkter Steck verbinder (STV) 
ausgebildet ist und daB die Wickelgutleiterplatte 
(WLP) mit einem auf der Basisleiterplatte (BLP) vor- 50 
gesehenen korrespondierenden Gegensteckverbinder 
elektrisch leitend kontaktierbar ist. 
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